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摘要(译)

本发明属于显示技术领域，具体涉及一种封装结构、封装结构的制备方
法和OLED显示面板。该封装结构用于对显示器件进行封装，所述封装结
构包括至少一第一材料层和对应所述第一材料层设置的第二材料层，其
中，在至少对应着所述第一材料层所在区域以外的外围区域，所述第二
材料层与所述第一材料层具有相反的对水亲和性能。本发明的技术方案
可以有效改善封装结构的层间边缘直线性，保证较好的封装效果，提升
OLED器件等易于受到水氧侵蚀的显示器件的使用寿命。
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